
Leiterplatten

Die HDI-Serie von CONTAG und ELEKTRONIKPRAXIS

HDI-Leiterplatten fertigungsgerecht designen
Da die Kosten einer Baugruppemaß-
geblich in der Entwicklung und dem
Design einer Leiterplatte/Baugruppe
festgelegt werden, haben der Experte
für Leiterplattenprototypen CONTAG
GmbH und ELEKTRONIKPRAXIS eine
HDI/Mikrovia-Serie zusammengestellt.
Die Serie gibt Tipps undTricks für das
fertigungsgerechte Layout von HDI-
Leiterplatten.

HDI steht für High Density Interconnect =
hochdichte Verbindungen und ist längst
keine Sondertechnologie mehr, sondern
eine bewährte Herangehensweise, um
hohe Verdrahtungs- und Bestückungs-
dichten zu realisieren. Typisch für eine
HDI-Leiterplatte ist eine hohe Verdrah-
tungsdichte in Verbindung mit einer sehr
hohen Anzahl von Mikrovia-Bohrungen.
Von HDI spricht man bei Leiterbahnstruk-
turen von ȣƦ̹ µm und feiner sowie Mikro-
via-An- oder Durchkontaktierungen mit
einem Bohrlochdurchmesser <̹,ʣ mm.
Der häufigste Grund für den Umstieg auf
eine HDI-Technologie ist die deutlich hö-
here Verdrahtungsdichte. Der Platz, der
durch die feineren Leiterbahnstrukturen
gewonnen wird, lässt sich nutzen, um die
Packungsdichte auf der Leiterplatte zu

erhöhen, da mehr Platz für Bauteile und
deren Anschlussflächen zur Verfügung
steht. Zum anderen sinkt der Flächenbe-
darf, was sich insgesamt in einer redu-
zierten Platinengröße oder auch in einer
kleineren Anzahl an benötigten Verdrah-
tungsebenen (Layer) äußern kann.
Ein weiterer Grund für den Einsatz der
HDI-Technologien ist ein erforderliches
feineres Systemraster, um hochkomplexe
Bauteile wie FPGAs im BGA-Gehäuse zu
platzieren. Diese sind in„konventioneller“
Technik kaummehr anschließ- und ent-
flechtbar, speziell wenn auch noch Lei-
tungen zwischen den Anschlüssen hin-
durchgeführt werden sollen. Und auch
Technologievorgaben können zum
Wechsel auf HDI-Technik führen. Dies gilt
insbesondere bei erhöhten EMV-Anfor-
derungen sowie impedanzkontrollierten
Leiterplatten.
Der Umstieg auf HDI setzt die Kenntnis
der HDI-Design-Rules des jeweiligen Lei-
terplattenproduzenten genauso voraus
wie die sorgfältige Integration dieser Re-
geln in die eigenen Bauteilebibliotheken.
Dabei kann nicht einfach linear skaliert
werden, es gelten nach wie vor die
grundlegenden Regeln z.B. für Isolations-
abstände und Lötstoppfreistellungen.

Grundsätzlich gilt: Im Hinblick auf Aus-
beute und Fertigungskosten ist nicht
alles sinnvoll, was technisch machbar ist.
Speziell für Leiterbahnbreiten und Ab-
stände gilt nach wie vor:„So gering wie
nötig – so groß wie möglich!“. Hinsicht-
lich der Fertigbarkeit feinster Strukturen
spielen beispielsweise Themen wie Rest-
ringabmessungen und Isolationsabstän-
de auf den Innenlagen oder das Aspect
Ratio der An- und Durchkontaktierungen
ein entscheiden Rolle.

In der HDI-Serie gibt Christian Ranzinger,
Leiter Technologie bei CONTAG, Tipps und
Tricks aus der Praxis

■



Da die Kosten einer Baugruppe maßgeblich in der Entwicklung
und dem Design einer Leiterplatte/Baugruppe festgelegt wer-
den, haben wir eine HDI/Mikrovia-Serie zusammengestellt.
Darin geben die Experten der Firma CONTAG seit Ausgabe
Ƅ/ʣ̹̹ɯ in jedem zweiten Magazin Tipps und Tricks zu ausge-
wählten Themen für das fertigungsgerechte Layout von HDI-
Leiterplatten. Die Reihe unterstützt sowohl„HDI-Neulinge“ als
auch Experten mit Tipps und Tricks aus der Praxis.
Die bisherigen fünf Kapitel finden Sie über unseren InfoClick-
Service auf unserem neuen Fachportal im Internet. Das sechste
Kapitel dieser Beitragsreihe erscheint in Ausgabe ȣƄ/ʣ̹̹ɯ.

www.elektronikpraxis.de
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